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The Global Electronics Association promotes industry growth and strengthens supply chain resilience.

IPC standards and publications by Global Electronics Association are designed to serve the public
interest through eliminating misunderstandings between manufacturers and purchasers, facilitating
interchangeability and improvement of products, and assisting the purchaser in selecting and obtaining
with minimum delay the proper product for their particular need. Existence of such standards and
publications shall not in any respect preclude any entity from manufacturing or selling products
not conforming to such standards and publications, nor shall the existence of such standards and
publications preclude their voluntary use.

IPC standards and publications by Global Electronics Association are approved by committees without
regard to whether the standards or publications may involve patents on articles, materials or processes.
By such action, Global Electronics Association does not assume any liability to any patent owner, nor
does Global Electronics Association assume any obligation whatsoever to parties adopting a standard
or publication. Users are wholly responsible for protecting themselves against all claims of liabilities
for patent infringement.

The use and implementation of IPC standards and publications by Global Electronics Association
are voluntary and part of a relationship entered into by customer and supplier. When a standard
or publication is revised or amended, the use of the latest revision or amendment as part of an
existing relationship is not automatic unless required by the contract. Global Electronics Association
recommends the use of the latest revision or amendment.

Global Electronics Association welcomes comments for improvements to any standard in its library.
All comments will be provided to the appropriate committee.

If a change to technical content is requested, data to support the request is recommended. Technical
comments to include new technologies or make changes to published requirements should be
accompanied by technical data to support the request. This information will be used by the committee
to resolve the comment.

To submit your comments, visit the Status of Standardization page at www.electronics.org/status.
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1.0 General

1.1 Alcance Este estandar es una coleccion de requisitos de aceptabilidad de calidad visual para ensambles electronicos. Este
estandar no proporciona los criterios para la inspeccion por rayos X o seccién transversal. Hay guias para rayos X ubicadas
en J-STD-001.

Este documento presenta los requisitos de aceptacion para la fabricacion de ensambles eléctricos y electronicos. Historicamente,
los estandares de ensamble electronico contenian un tutorial mas completo que abordaba principios y técnicas. Para una
comprension mas completa de las recomendaciones y requisitos de este documento, éste se puede utilizar junto con
IPC-HDBK-001 o IPC-AJ-820.

Los criterios de este estandar no pretenden definir los procesos para realizar operaciones de ensamble ni tienen por objeto
autorizar la reparacién/modificacion o un cambio del producto. Por ejemplo, la presencia de criterios para el adhesivo de fijacion
de componentes no implica/autoriza/requiere el uso de adhesivo de fijacion y la representacién de terminales/conductores
enrollados en el sentido de las agujas del reloj alrededor de un terminal no implica/autoriza/requiere que todos los cables/
conductores estén enrollados en el sentido de las agujas del reloj.

Los usuarios de este estandar deberian conocer los requisitos aplicables del documento y como aplicarlos, vea 1.3 Clasificacion.

IPC-A-610 tiene criterios fuera del alcance de J-STD-001 que definen los requisitos mecanicos y otros requisitos de mano de obra.
La Tabla 1-1 es un resumen de los Documentos IPC afines con los que el usuario puede querer familiarizarse para comprender
mejor los requisitos de este documento. Para obtener mas informacion sobre los documentos de referencia, consulte la seccion
2.0 Documentos aplicables.

Tabla 1-1 Resumen de los Documentos Afines

Num. de
especificacion

Proposito del

Definicion
Documento

Requisitos de diseno que reflejan tres niveles de complejidad (niveles A, By C) que indican
geometrias mas finas, mayores densidades y méas pasos del proceso para producir el

Aceptabilidad

producto.
IPC-222X
Estandar de Disefio IPC-7351 Guias de los Procesos de Componentes y Ensambles para ayudar en el disefo de la tarjeta
IPC-CM-770 desnuda y el ensamble, donde los procesos de tarjeta desnuda se concentran en patrones
de pistas para el montaje en superficie y el ensamble se concentra en los principios de
montaje en superficie y orificio TH, que generalmente se incorporan en el proceso de
diseno y la documentacién.
Tarjeta Impresa — IPC-601X Requisitos y documentacidn de aceptacion para sustratos rigidos, rigidos flexibles,
Requisitos IPC-A-600 flexibles y otros tipos de sustratos.
Requisitos para ensambles eléctricos y electronicos soldados que describen las
Estandar de Requisitos J-STD-001 caracteristicas minimas aceptables del producto final, asi como los métodos de evaluacion
de Proceso (métodos de prueba), la frecuencia de las pruebas y la capacidad aplicable de los requisitos
del control de proceso.
Documento interpretativo ilustrado en el que se indican diversas caracteristicas de la
tarjeta o ensamble, segun corresponda, en relacion con condiciones deseables que
Estandar de IPC-A-610 excedan las caracteristicas minimas aceptables indicadas por el estandar de rendimiento

del articulo final y reflejen varias condiciones fuera de control (indicador de proceso o
defecto) para ayudar a los evaluadores de los procesos del taller a juzgar la necesidad de
accion correctiva.

Programas de
Capacitacion (Opcional)

Capacitacion documentada para procesos, procedimientos, técnicas y requisitos.

Retrabajo y Reparacion

IPC-7711/7721

Documentacion que proporciona los procedimientos para llevar a cabo la eliminacién y
reemplazo de componentes y recubrimientos de proteccion, la reparacion de méascara de
soldadura y la modificacion o reparacion de material laminado, conductores y PTH.

Manual de Ensamble y
Uniones

IPC-AJ-820

IPC-AJ-820 es un documento de respaldo que proporciona informacion sobre la intencion
del contenido de esta especificacion y explica o amplia la justificacion técnica para la
transicion de limites a través de criterios de condicién de Aceptable a Defecto. Ademas,
se proporciona informacion de apoyo para dar una comprensién mas amplia de las
consideraciones del proceso que estan relacionadas con el rendimiento, pero que no
suelen ser distinguibles cominmente a través de los métodos de evaluacién visual.

Las explicaciones proporcionadas en IPC-AJ-820 deberian ser Utiles para determinar la
disposicion de las condiciones identificadas como Defecto, los procesos asociados con
los Indicadores de Proceso, asi como para responder a preguntas sobre la aclaracién en el
uso y la aplicacion del contenido definido de esta especificacion. La referencia contractual
a IPC-A-610 no impone adicionalmente el contenido de IPC-AJ-820 a menos que se haga
referencia especifica a ello en la documentacién contractual.

1.0 Aceptabilidad de Ensambles Electrénicos
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